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(57) Abstract: The invention relates to a method and to a device for thermally treating objects. The aim of the invention is to facili-
tate a better control of the temperature profile of an object to be thermally treated. To this end, the invention provides a method and a
device for thermally treating an object in a heating system, especially for treating semiconductor wafers (2) in a rapid heating system
(1). The objects are thermally treated at a predetermined temperature progression and the temperature of the object is controlled
&> via a PID control and a feedforward control that are based on a simulation model of the heating system and the object. Said model
consists of individual models of components of the heating system and/or the object. The parameters of at least one of the individual
models are monitored during the thermal treatment and the model is adapted to the monitored parameters.
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(57) Zusammenfassung: Um eine bessere Regelung eines Temperaturprofils eines zu behandelnden Objekts bei einer thermischen
Behandlung zu ermoglichen, sieht die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zum thermischen Behandeln eines
Objekts in einer Heizanlage, insbesondere von Halbleiterwafern (2) in einer Schnellheizanlage (1), vor, bei dem die Objekte mit
einem vorgegebenen Temperaturverlauf thermisch behandelt werden und die Temperatur des Objekts mit einer PID-Regelung und
einer Vorwirtsregelung geregelt wird, die auf einem Simulationsmodell aus Heizvorrichtung und Objekt basiert, wobei das Modell
aus Einzelmodellen von Komponenten der Heizvorrichtung und/oder des Objekts besteht und die Parameter wenigstens eines der
Einzelmodelle wihrend der thermischen Behandlung iiberwacht und das Modell an die iiberwachten Parameter angepaBt wird.



